Entwicklung einer Klebtechnologie mit
Klebebandern auf Pulverbeschichtungen fur
kurze Taktzeiten

17871 BR

Far zahlreiche Anwendungen im Stahl-, Fahrzeug- und Geratebau bei denen beschichtete Bauteile miteinander
verbunden werden missen, ist Kleben das Flgeverfahren der Wahl. Im Gegensatz zu alternativen
Flgeverfahren, wie SchweiBen, Schrauben oder Nieten bleibt hier der Korrosionsschutz erhalten.

In diesem Forschungsprojekt wurde untersucht, in wieweit die Festigkeit von Haftklebebandern auf
Pulverbeschichtungen durch eine Temperierung erhéht werden kann. Fir eine maximale Klebfestigkeit missen
Tragermaterial und Klebstoff so aufeinander abgestimmt sein, dass der Klebstoff bis zur Verfliissigung erwarmt
werden kann, ohne dass dabei das Tragermaterial geschadigt wird. Das bedeutet aber auch, dass die
Belastbarkeit der Klebeverbindung bei hohen Temperaturen nachlésst.

Im Projekt wurde eine Demonstratoranlage fir die automatisierte Applikation der Klebebénder entwickelt.
Versuchsreihen ergaben, dass eine Temperierung der Pulverlackoberflache vor der eigentlichen Applikation der
Bander keine negativen Auswirkungen auf die resultierende Schalfestigkeit hat. Bei ausgewahlten Klebebéandern
wurde durch Temperierung im Durchlauf (2,6 m/min) eine signifikante Steigerung der Klebfestigkeit, auch bei
sehr unpolaren Pulverbeschichtungen, realisiert. Dieses relativ unkomplizierte Verfahren bietet Zulieferfirmen
und Endanwendern die Mdéglichkeit, mit Hilfe von Klebebandern pulverbeschichtete Halbzeuge erfolgreich zu
verbinden.

Bearbeitet wurde das Forschungsthema vom 01/14 bis 06/16 am Institut fiir Korrosionsschutz Dresden
GmbH (Gostritzer StraBe 65, 01217 Dresden, Tel.: 0351/8717110) unter der Leitung von Dr.-Ing. Jérg Gehrke
(Leiter der Forschungsstelle Thomas Lange und der Technischen Universitat Dresden, Institut fiir
Oberflachen- und Fertigungstechnik, Professur fiir Fiigetechnik und Montage (01062 Dresden, Tel.:
0351/46337858) unter der Leitung von Dipl.-Ing. Jan Kalich (Leiter der Forschungsstelle Prof. Dr. Uwe Flssel).
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